
半導體補助政策：軍備競賽常態化

基於半導體的通用性與重要性，半導體被認為是21世紀的「新石油」。在2019年半導體供應鏈斷鏈，地緣政治影響貿易全球化發展後，財團
法人資訊工業策進會科技法律研究所觀察發現，各國逐漸意識到過度依賴外國半導體先進製程工廠可能會對自身國家安全帶來危機。

為解決上述問題，各國皆紛紛頒布半導體補助政策來吸引晶圓代工廠商或半導體製造廠商於國內新建半導體工廠，以緩解供應鏈斷鏈與地緣政

治帶來的影響，同時加強供應鏈韌性。例如美國於2022年8月9日發布《晶片與科學法》（CHIPS and Science Act），提供527億美元（約1兆6千
億台幣）的半導體製造補貼；歐盟於2023年4月18日通過《歐盟晶片法案》（EU Chips Act）政治協議，預計提供430億歐元（約1兆4千億台幣）
的半導體製造補貼；英國也於2023年5月19日發布「國家半導體戰略」（The National Semiconductor Strategy），計畫將在未來10年內提供半導
體製造業及研發單位10億英鎊（約380億台幣）的援助。

臺灣亦於民國112年1月19日修正通過《產業創新條例》第10-2條，並於同年5月1日預告本條子法，為國內進行技術創新、且居國際供應鏈關
鍵地位的公司，研究發展投資達60億元台幣及符合相關適用條件者，提供25%的前瞻創新研發抵稅優惠及5%的先進製程設備購入抵稅優惠。雖然
本條並未明文針對特定產業，然基於上述國際趨勢，多數人將本條稱為「台版晶片法」，顯見此為臺灣應對外國補助政策的其中一個手段。

圖一：各國半導體補助政策。

然而，除了同樣採行補助政策回應國際趨勢外，資策會科法所法律研究員吳彬詣表示，根據美國半導體產業協會（Semiconductor Industry
Association）的預估，建立一個完整的半導體生態系統需花費至少超過1兆美元（約30兆台幣），若涉及先進製程，費用可能會更高。由此可知，
各國政府想單獨利用補助從零開始建造一個完整的半導體供應鏈實屬不易。因此，臺灣無須過度擔心半導體製造、封裝等產業優勢受其他國家補助

政策影響，應專注提升臺灣與他國間的技術差距，而《產業創新條例》第10-2條提供的25%的前瞻創新研發抵稅優惠，或許得以協助臺灣達成該
目的，繼續擴大臺灣半導體產業技術領先優勢。



圖二：半導體示意圖。

上稿時間：2023年05月30日

新聞來源：https://www.cna.com.tw/postwrite/chi/342776

文章標籤

https://www.cna.com.tw/postwrite/chi/342776

	半導體補助政策：軍備競賽常態化

